
ミニ PFE 100 / 200
高精度物理クリーンセル

帯状ワークの表裏を連続自動加工できる装置

ワイドガンを使用した小型セルはプリント基板や半導体などの電気産業に使用されています。両面を均一に加工することにより、ロッド形状からシート形状まで対応可能です。セラミック
やCu板にも対応可能です。

特徴

ウェットブラスト加工品質はそのままに機能を集約。小型化とコストダウンを目的として新開発のセル。
コンパクトなブラストおよび水洗部品により、アクチュエータのメンテナンスが容易になります。コンベアカバーを開けるだけ。主要部品であるワイドガンやポンプもオリジナル
の高い耐久性を維持しています。
ワークサイズに応じた2タイプ（ミニPFE100/200）をラインナップ。

スペック

ミニ PFE 100

サイズ 1200(W)×1250(D)×1600(H)mm

ワークサイズ
幅：20～100mm
長さ : 100-250mm
厚さ：0.1～1.5mm

コンベア搬送速度 0.1～3.0m/分
銃 ワイドガン110mm 上下各1本
電源 AC200V、50/60Hz、3相

消費電力 約2.6kW（全機器の定格皮相電力の合計）
エア供給圧力 0.5MPa～0.7MPa
空気消費量 4.1m3/min (設定噴射空気圧0.25MPa時のNTP)

ミニ PFE 200

サイズ 1200(W)×1650(D)×1650(H)mm

ワークサイズ
幅：20～200mm
長さ : 100-250mm
厚さ：0.1～1.5mm

コンベア搬送速度 0.1～3.0m/分
銃 ワイドガン220mm 上下各1本
電源 AC200V、50/60Hz、3相

消費電力 約4.3kW（全機器の定格皮相電力の合計）
エア供給圧力 0.5MPa～0.7MPa
空気消費量 7.7m3/min (設定噴射空気圧0.25MPa時のNTP)

関連ページ



関連アプリケーション
半導体にダメージを与えずにバリを
除去するめっき前処理（バリ取り）

埋め込まれたLEDチップへのダ
メージを大幅に軽減するオーバーモー
ルド樹脂除去工法

LEDパッケージにダメージを与え
ずに薄いバリ（フラッシュバリ）を
除去する加工方法

https://www.surveymappinginstrument.com/jp/application/deflash.html
https://www.surveymappinginstrument.com/jp/application/deflash.html
https://www.surveymappinginstrument.com/jp/application/expose-chip-embedded-in-resin.html
https://www.surveymappinginstrument.com/jp/application/expose-chip-embedded-in-resin.html
https://www.surveymappinginstrument.com/jp/application/expose-chip-embedded-in-resin.html
https://www.surveymappinginstrument.com/jp/application/led.html
https://www.surveymappinginstrument.com/jp/application/led.html
https://www.surveymappinginstrument.com/jp/application/led.html

